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Résultats en bref

Technologie d'interconnexion écologique

Le projet IMECAT a permis la mise au point d'une technologie d'interconnexion
économique destinée aux applications dans les processus d'assemblages
respectueux de I'environnement.
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TECHNOLOGIES
INDUSTRIELLES

Un des principaux défis que rencontrent de
nombreux secteurs industriels européens pour
rester compétitifs, c'est le développement de
nouvelles technologies d'interconnexion haute
densité compatibles avec I'environnement.
Dans ce contexte, le projet IMECAT s'est fixé
pour but la mise au point de matériaux
d'interconnexion adaptés, comme des
soudures et des adhésifs sans plomb. Les
nouveaux matériaux peuvent étre employés
dans différents secteurs industriels allant du secteur automobile et des télécoms a la
fabrication d'écrans a cristaux liquides (LCD) et de cartes intelligentes.

Un des principaux résultats du projet a concerné la mise au point d'une technologie
de connexion économique utilisant des adhésifs conducteurs isotropes et non
conducteurs (respectivement ACI et ACN). Basée sur une invention brevetée, une
combinaison d'ACN et d'ACI est employée pour réaliser une interconnexion flip-chip
de moules en silice sur les circuits imprimés (PCB). Dans le cadre de ce projet, la
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technologie a été modifiée pour permettre les connexions fil/verre et diminuer

d'autant les codts.

Ces modifications de processus ont permis d'obtenir des contacts a faible résistance
stables et fiables. En outre, 'utilisation de circuits a substrats en verre d'une taille
plus importante permet I'impression de plusieurs substrats en un seul passage, d'ou

d'importantes économies. Comparée a I'utilisation d'adhésifs conducteurs

anisotropes (ACA), I'adoption d'une interconnexion ACI-ACN est plus compliquée,
mais moins colteuse car elle fait intervenir des matériaux de base peu onéreux. Pour

de plus amples informations, consulter:

http:/trappist.elis.ugent.be/EL ISgroups/tfcg/projects/imecat/Welcome.html (4
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